附件3

LED芯片矩阵原位转移项目竞赛技术文件

LED芯片矩阵原位转移是芯片厂完成成品制作后必须要经过一道的工序，通过此工序才能将成品制作成封装端客户所需的固晶矩阵排列方式。该转移的原理是利用高分子有机膜的范德华力对芯片的二维平整表面产生吸附，从而实现批量矩阵原位转移。
一、竞赛考核基本能力
	序号
	能力描述

	1
	了解产品结构

	基本知识
	· GaN正装芯片：正负极电性连接电极在同一方向表面，位于P型半导体出光面，通过金属共晶打线原理，实现芯片与外界电源的电性连接。分布式布拉格反射镜位于蓝宝石衬底表面，从而起到光学反射效果，促使光从P型半导体表面出射。
· GaN倒装芯片：分布式布拉格反射镜位于P型半导体表面，光从蓝宝石衬底表面出射，正负极电性连接焊盘位于反射镜表面，通过电性连接孔实现与半导体的正负极连接，反射镜既起到光学反射作用，同时又起到绝缘钝化作用。通过刷锡的回流焊共晶原理，实现正负极焊盘与外界封装基板的电性连接。

	2
	熟练掌握不同产品结构的封装固晶知识

	基本知识
	· 正装芯片对应的固晶： 在封装体表面进行点固晶胶，通过固晶机真空吸附芯片的正面（P型半导体面），将芯片衬底面与固晶胶进行粘连，再通过正负极共晶打线实现电性连接

· 倒装芯片对应的固晶： 对封装PCB基板进行刷锡，通过固晶机真空吸附芯片的衬底面，直接将芯片的正负极焊盘对位PCB基板，通过回流焊设备，实现金属之间的共晶连接。

	3
	熟练不同产品结构的转移范德华力吸附面

	基本知识
	· 正装芯片对应的转移： 芯片的衬底面与高分子蓝膜进行粘连，实现范德华力吸附
· 倒装芯片对应的转移：芯片的正面（电极面）与高分子蓝膜进行粘连，实现范德华力吸附

	4
	熟练掌握转移所需的物料工具作用原理

	基本知识
	· 矩阵原位转移制具——减少待转蓝膜与承载蓝膜的贴合面积
· 高分子范德华力吸附蓝膜——原位承载芯片
· 棉签——蘸取丙酮，防止过量造成污染
· 丙酮——高分子溶剂浸润软化蓝膜，方便倒膜
· 压板———增加翻转贴合度

	5
	熟练掌握物料工具的样式和型号

	基本知识
	· 熟练掌握不同模具的样式，针对不同芯片选择不同模具；
· 熟练掌握蓝膜的型号、大小，LED芯片转移之后可以快速分类
· 熟练掌握丙酮的性质、作用，带好手套、口罩保护好自己


二、竞赛考核内容
参赛选手需要根据赛项的要求，对竞赛现场提供的4张待转移芯片进行LED芯片矩阵原位转移，用时最少异常最少的参赛者胜出。
本次LED芯片矩阵原位转移比赛属于晋级赛，首先针对所有参赛人员进行预选，完成预算赛后根据现场比赛结果进行8进4，4进2的争夺，三轮之后进行总决赛。
比赛考核事项为：
1.晶粒LOSS率： 0%
2.无位移、散晶
3.无污染
整个比赛过程中，参赛人员要集中注意力。LED芯片矩阵原位转移过程中撕下的标不要丢掉，撕开离型纸，蓝膜平整铺开；将治具贴合蓝膜（治具边缘不可遮住芯片）；将带铁环空蓝膜贴合治具上；利用压板手动往复压合10S；用棉签均匀涂抹丙酮至蓝膜上，利用合适力度撕掉旧膜；最后贴合离型纸，将标签贴纸对应位置，至此LED芯片矩阵原位转移完成。

